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(57) Способ изготовления микросборки бескорпусных электронных компонентов на гибких
органических подложках относится к области электроники. Техническим результатом является
упрощение технологии микросборки бескорпусных компонентов на поверхности подложки, при
этом обеспечивается достижение гибкости получаемого изделия и уменьшения его толщины.
Результат достигается за счёт того, что электронный компонент (3) размещается на поверхности
подложки (1) с последующей псевдопланаризацией поверхности, путём последовательного
каплеструйного нанесения по периметру компонента слоёв диэлектрического материала (5), а
формирование электрического контакта выводов электронного компонента (4) с многослойной
коммутацией осуществляется одновременно с созданием нижнего слоя коммутации (6) после
псевдопланаризации поверхности подложки (1).
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